




Spezialdüsen nach Kundenwunsch liefern wir weltweit innerhalb 2 – 3
Wochen bei Vorlage von Zeich nungen oder Bauteilen zusammen mit Print.

Der Düsenwechsel erfolgt schnell und einfach durch Aufschieben und
Fixieren der jeweiligen Düse auf das konische Edelstahlrohr des Leister-
Gerätes.

Auslöten eines grossen Steck ver binders. Entfernen des alten Lötabraums 
mittels Heissluft und Kupfersauglitze.

Nach Positionierung des SMD-Bau-
teils wird dieses sekunden schnell
eingelötet.

Das Angebot umfasst Sockel, Steckverbinder und über 800
verschiedene Serien- und Spezial düsen für PLCC, LCCC,
FPPLCC, QFP, TAB, BQFP, SO, SOL, TSOP, VSO, DIP, SIP, PIN-
Grids.

Auch fine-pitch-Komponenten und PIN-Grids (PGA) werden 
kontaktlos ohne Lot brücken eingelötet.

Heissluft-Lötstation mit PID-Regelung

Schrumpfen von Wärmeschrumpf-Schläuchen, -Folien, -Bändern,
-Lötverbindern und -Formteilen. Trocknen von wässrigfeuchten
Oberflächen. Schweissen von thermo plastischen Kunststoffen.

3



K
on

ta
kt

lo
s 

Lö
te

n 
/ 

G
E

R
 /

 0
9.

20
07

 

Unser dichtes Netzwerk umfasst über 120 Verkaufs- und Servicestellen in mehr als 60 Ländern. © Copyright by Leister
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Leister Process Technologies 
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6056 Kaegiswil/Switzerland 

phone: +41 41 662 74 74 
fax: +41 41 662 74 16 
leister@leister.com

Leister Process Technologies ist ISO 9001:2000 zertifiziert. Änderungen vorbehalten.

Leister Process Technologies
Headquarters and Manufacturing 
Sarnen, Switzerland 

Leister Technologies GmbH
Aachen, GermanyLeister Technologies LLC

Itasca, IL, USA
Leister Technologies Ltd.
Shanghai, China

www.leister.com




